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Testen
Trends und Entwicklungen

Die Industrie in Zentraleuropa ist im Wan-
del. Langst werden die ,,High Runner® in
Fernost gefertigt und die Herausforderung
fir die hiesigen Fertigungsbetriebe ist
meistens ,Low Volume — High Mix“. Zu-
dem werden die gefertigten Produkte oft-
mals in Umgebungen mit erhohten Sicher-
heits- oder Qualitatsanforderungen
eingesetzt, dementsprechend steigen
auch der Stellenwert und die Relevanz der
Bauteil- und Fertigungsqualitat. Hochge-
naue Applikationen erfordern prazise Bau-
teilparameter, die zum Teil von den Stan-
dard-Bauteilen nicht abgedeckt werden.
Vielfach werden aus Griinden des Know-
how-Schutzes oder aus Kostengrinden
kundenspezifische Bauteile (ASICS) einge-
setzt. Diese mussen mittels aufwandiger
und spezialisierter Testsysteme mit eigens
entwickelter Testsoftware gepriift werden.
Somit haben sich die Anforderungen an
den Bauteiltest Uber die Jahre geandert.
Die Anforderungen an ein Testhaus sind
daher zunehmend Flexibilitat, detaillierte
und weitreichende Sachkenntnis sowie ein
umfassender und hochkomplexer Gerate-
park. Die vielfaltigen Fragestellungen, mit
denen die Ingenieure konfrontiert werden,
reichen von Fehleranalysen bereits verar-
beiteter und auf Leiterplatten bestiickter
Teile Uber die Verifizierung von ,Bauteilen
aus unbekannter Herkunft® bis hin zur Da-
tenblattprifung von Chips, die sich noch
ungesagt oder vereinzelt auf Wafern befin-
den.

Die Anforderungen an die Fachkenntnis
der zustandigen Einkaufsabteilungen der
Fertigungsbetriebe sind dementsprechend

beim Testen elektronischer Bauteile

groB und eine enge Zusammenarbeit mit
den Spezialisten und Ingenieuren des Test-
hauses gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Kurze Wege und die schnelle Klarung von
kritischen Fragestellungen oder Qualitats-
problemen sind hierbei klare Vorteile von
Partnern, die sich in der Nahe befinden.
Aber auch die Nutzung der vielfaltigen Ana-
lysesysteme, die auf Anfrage innerhalb
weniger Stunden vor Ort erreichbar und
verwendbar sind, bieten signifikante
Standortvorteile eines lokal ansassigen
Test- und Analytikdienstleisters.

Eine ganz aktuelle Problematik im Bereich
der Bauteilbeschaffung und der anhangi-
gen Qualitatssicherung sind Abkundigun-
gen durch die vermehrte Anzahl von
Zusammenschliissen groBer Halbleiterher-
steller. Unrentable oder redundante Pro-
duktlinien werden kurzfristig eingestellt,
eine vorausschauende Produktplanung im
Unternehmen gestaltet sich schwierig.
Speziell bei Kernkomponenten flir langlebi-
ge Investitionsgiter ist die langfristige Ver-
sorgung mit identischen Bauteilen daher
eine Herausforderung, bei der die HTV
GmbH vielfach Unterstiitzung leisten kann.
Zum einen missen abgekiindigte Bauteile,
deren Funktionalitat und Qualitat unsicher
sind, auf dem freien Markt zugekauft wer-
den. Eine detaillierte Untersuchung der
beschafften Bauteile auf Originalitat, Qua-
litat und etwaige Manipulationen, wie z.B.
Umlabeln oder Refurbishing ermoglicht
dann unser umfangreich ausgestattetes
»Institut flir Materialanalyse®. Zum anderen
muss der Allzeitbedarf Uber einen Last-
Time-Buy beschafft und geeignet gelagert

werden. Hierbei hat sich unser hoch-
spezifisches TAB-Langzeitkonservie-
rungsverfahren etabliert, das Lagerzei-
ten von bis zu 50 Jahren ohne
signifikante Alterungserscheinungen
ermoglicht und so die Verfligharkeit
abgekiindigter Komponenten fiir meh-
rere Jahrzehnte sichert.

So entwickeln sich Uber vielfaltige wei-
tere Dienstleistungen und Verfahren
~rund um elektronische Komponenten®
Synergien, die eine sichere GroBe in
Bezug auf die wachsenden Anforderun-
gen des globalen Marktes darstellen.

»otandige Entwick-
lung neuer Verfah-
ren und Losungen
sind die Basis fir
eine erfolgreiche
und fur alle Seiten ‘
nutzbringende Zu- :
sammenarbeit® — Dipl. Ing. Holger
Krumme, Managing-Director — Tech-
nical Operations, HTV Halbleiter-Test
& Vertriebs-GmbH
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